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FIG. 3

(57) Abstract: The present invention is in the field of electrical engineering and relates to a method for producing an electronics
component having at least one electronics element (12) that is electrically connected by wire bonding to a segment (14.1) of a strip (4)
consisting of a substrate material, wherein: the strip (4) is rolled by rolling a base material; the surface (8) formed by rolling is removed
to form an exposed contact point (6), formed by the base material, on the strip; the rolled strip (4) is wound up to form a coil (10); the
rolled strip (4) is unwound from the coil (10); the segment (14.1) is separated from the strip (4); and, in order to electrically connect
the electronics element (12), a wire (16) is electrically conductively bonded to the contact point (6). The invention furthermore relates
to an electronics component produced in accordance with the method and to a unit (18) which is ready for shipping and comprises the
coil (10), which has an exposed contact point (6) on the strip (4) for a wire, at which contact point the surface (8) formed by rolling
has been removed and the base material of the coil (10) has been exposed.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung liegt im Bereich der Elektrotechnik und betrifft ein Verfahren zur Herstellung
einer Elektronikkomponente mit zumindest einem Elektronikbauteil (12), das mittels Drahtbonden mit einem Segment (14.1) eines
Bandes (4) aus einem Trigermaterial elektrisch verbunden ist, wobei das Band (4) durch Walzen eines Basiswerkstoffs gewalzt wird,
die durch Walzen gebildete Oberflache (8) zur Ausbildung einer an dem Band freiliegenden Kontaktstelle (6) entfernt wird, die durch
den Basiswerkstoff gebildet ist, das gewalzte Band (4) zu einem Coil (10) aufgewickelt wird, das gewalzte Band (4) von dem Coil
(10) abgewickelt und das Segment (14.1) von dem Band (4) getrennt wird und zum elektrischen Anschluss des Elektronikbauteils (12)
ein Draht (16) elektrisch leitend in der Kontaktstelle (6) gebonded wird. Die Erfindung betrifft weiterhin eine nach dem Verfahren
hergestellte Elektronikkomponente und eine versandfertige Einheit (18) umfassend das Coil (10), das eine an dem Band (4) freiliegende
Kontaktstelle (6) fiir einen Draht aufweist, an der die durch Walzen gebildete Oberflache (8) entfernt und der Basiswerkstoff des Coils
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